
超低背パッケージ
特 長

■新しいパッケージ構造の超低背パッケージを独自技術に
より開発・提供を予定しております。

【４ｐｉｎ】 【３２ｐｉｎ】

・従来のCuフレームやPCB等のインターポーザを使用
しない構造により超低背・低抵抗配線のパッケージ
を実現します。

・安価なイニシャル費用でパッケージを立ち上げます。

ＵＴＰＰ(Ultra Thin Plating Package)と名付けました。

http://www.arusu.co.jp
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端子部の窪み加工

端子部に窪み加工を施すことで
はんだフィレットが形成でき、
実装後の外観検査性を向上する
ことも可能です。

側面図

パッケージ厚
0.18mm

チップ厚
0.08mm

端子厚
Cu/Ni/Sn
0.015mm


